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第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展

规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告

第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所科

创板

晶晨股份 688099 不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代

表）

证券事务代表

姓名 余莉 刘天顗

电话 021-38165066 021-38165066

办公地址 上海市浦东新区秀浦路2555号 上海市浦东新区秀浦路2555号
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漕河泾康桥商务绿洲E5 漕河泾康桥商务绿洲E5

电子信箱 IR@Amlogic.com IR@Amlogic.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末

增减(%)

总资产 7,896,531,931.15 7,366,029,855.70 7.20

归属于上市公司股

东的净资产
6,978,217,662.21 6,394,225,388.49 9.13

本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增

减(%)

营业收入 3,330,405,333.78 3,016,208,698.37 10.42

利润总额 481,533,923.57 382,389,317.00 25.93

归属于上市公司股

东的净利润
496,569,648.51 362,148,565.34 37.12

归属于上市公司股

东的扣除非经常性

损益的净利润

457,008,469.28 339,840,393.74 34.48

经营活动产生的现

金流量净额
-632,319,025.52 622,387,821.56 -201.60

加权平均净资产收

益率（%）
7.42 6.37 增加1.05个百分点

基本每股收益（元／

股）
1.18 0.87 35.63

稀释每股收益（元／

股）
1.18 0.86 37.21

研发投入占营业收

入的比例（%）
22.06 22.35 减少0.29个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户） 22,171

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户） 0

前 10 名股东持股情况

股东名称 股东性质

持股

比例

(%)

持股

数量

持有有

限售条

件的股

份数量

包含转融

通借出股

份的限售

股份数量

质押、标记或冻

结的股份数量

Amlogic（HongKong）

Limited

境外法人
21.98 92,541,087

0 0
无 0

TCL 王牌电器（惠州） 境内非国 4.88 20,555,950 0 0 无 0



晶晨半导体(上海)股份有限公司2025 年半年度报告摘要

有限公司 有法人

招商银行股份有限公

司－兴全合润混合型

证券投资基金

其他

4.64 19,542,342 0 0 无 0

招商银行股份有限公

司－华夏上证科创板

50 成份交易型开放式

指数证券投资基金

其他

4.38 18,436,107 0 0 无 0

香港中央结算有限公

司

其他
3.36 14,147,170 0 0 无 0

中国工商银行股份有

限公司－易方达上证

科创板 50 成份交易型

开放式指数证券投资

基金

其他

3.31 13,949,258 0 0 无 0

华域汽车系统（上海）

有限公司

国有法人
2.70 11,350,124 0 0 无 0

招商银行股份有限公

司－兴全合宜灵活配

置混合型证券投资基

金（LOF）

其他 2.26 9,517,903 0 0 无 0

中信证券股份有限公

司－嘉实上证科创板

芯片交易型开放式指

数证券投资基金

其他 1.90 7,992,828 0 0 无 0

中国光大银行股份有

限公司－兴全商业模

式优选混合型证券投

资基金（LOF）

其他 1.54 6,488,812 0 0 无 0

上述股东关联关系或一致行动的

说明

公司控股股东 Amlogic（HongKong）Limited 与其他股东

无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存

在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股

数量的说明

无

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用
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2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用
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